ALPHA® OM-550 HRL1

Soldadura en pasta no eutéctica de baja temperatura para ensamblajes con
sustratos sensibles a la temperatura, componentes y chips de alta deformacién

Revolucionar la confiabilidad de la
. Drop Shock Results
soldadura a baja temperatura | Weibull

ALPHA OM-550 HRL1 es una soldadura en pasta de baja
temperatura y alta confiabilidad disefiada para aumentar el
rendimiento de produccién y reducir la deformacién de los
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pico de temperatura minimo de apenas 185 °C frente a 245 °C
reduce el consumo de energia en el proceso de SMT.
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e El rendimiento de choque de las uniones de aleaciéon mixtas
de SAC aumenté en 100 % en comparacion con otras
aleaciones de SnBi.

e La confiabilidad del ciclo térmico de las uniones de aleacion
mixtas de SAC se mejoré en 20 %.

e Laaleaciéon HRLT muestra mejor compatibilidad con la
aleacién SAC en comparacién con otras aleaciones de SnBi a
baja temperatura.
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e Capacidad para refusién de aire y N2.
e Compatible con componentes de SAC305.
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* El término “con cero halégenos” se define como ninguin halégeno agregado intencionalmente a la formulacion.



ALPHA® OM-550 HRL1

Soldadura en pasta no eutéctica de baja temperatura para ensamblajes con sustratos
sensibles a la temperatura, componentes y chips de alta deformacion

REDUCCION EN EL PORCENTAJE DE RESISTENCIA AL CORTE DESPUES DE CICLO TERMICO
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CVP-390 CVP-390 OM-535 OM-550 OM-550
(9 SAC305 T4 SAC305T5 SBX02 T4 HRL1 T4 HRL1T5

ALPHA OM-550 HRL1 presenta 500 43.3% 45.3% 3.8% 5.4% 13.5%

la menor disminucién de 1000 67.6% 71.3% 323% 16.2% 25.6%
resistencia al corte después
Lzledpiie. SElzeal 1500 ‘ 74.1% ‘ 78.7% ‘ 62.0% 34.7% 44.4%
HRL1 pierde menos resistencia
al corte que SAC305 tanto para 2000 80.0% 84.6% 68.4% 50.1% 52.4%

uniones de aleacion mixta como

para uniones con HRL1 solo. 58.7% 54.5%
RESUMEN DE DESEMPENO
PROCESS BENEFITS PROPERTIES PERFORMANCE CAPABILITIES
Fine Feature Print Definition 180 m!cron us!ng 4 m!I stenc!l
250 micron using 5 mil stencil
Print Process Window Tack/Stencil Life Over 12 hours stencil life
Print Speed Range 25-150mm/s (1-6 in.sec)
Reflow Environment Air and Nitrogen
Resistance to Voids Meets IPC 7095 Class Il Requirements
Random Solder Balls Passes in preferred category
Head-in-Pillow High Resistance to Head-in-Pillow Defects
Reflow Process Yield
Non Wet Open (NWO) High Resistance to NWO Defects
Residue Profile Pin Testable
Coalescence Coalesces down to 170 microns
Flux Residue Cosmetics Clear
SIR IPC SIR J-STD-004B and Bellcore SIR
Electrical Reliability
J-STD-004B Classification ROLO (Halide-Free)
Environmental Halogen Content Zero-Halogen
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Temperaturas de refusién mas bajas Eliminacién de la deformacién SAC305.
de componentes
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